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内容概要

Allegro SiP和APD的软件是Cadence公司的重要产品之一，并于2009年11月推出了SPB16.3 版，功能更加
强大，本书是基于SPB16.3的基础写作的。
本书主要是结合书中的具体实例，通过实际操作来熟悉系统级封装设计的过程和方法。
本书需要的实验数据可以到www.pcbbbs.com和www.cadence.com.cn网站下载。
    《Cadence系统级封装设计--Allegro SiP\APD设计指南》由王辉、黄冕、李君编著，主要介绍系统级
封装的设计方法。
本书共分为11章：第1章系统级封装设计介绍，介绍系统级封装的历史和发展趋势， 以及对SiP、RFSiP
、PoP等封装的展望。
第2章封装设计前的准备，主要结合工具，了解一些常见的命令和工作环境，本章中有部分内容，可
以在学完本书后再进行练习。
第3章系统封装设计基础知识，主要是了解一些设计的数据，如芯片（Die）、BGA、基板厂所用的参
数。
第4章建立芯片零件封装，主要介绍如何创建Die的零件库。
第5章建立BGA零件库，介绍如何创建BGA的零件库。
第6章导入网表文件，可以根据实际情况建立DIE和BGA之间的连线关系。
第7章电源铜带和键合线设置，主要介绍建立电源铜带、建立引线键合线等内容。
第8章约束管理器，介绍了使用约束管理器建立物理约束和间距约束等。
第9章布线和铺铜，包括使用手动布线命令和自动布线命令进行布线等。
第10章后处理和制造输出，介绍了为铺铜区域添加degassing孔、为Bond Finger建立阻焊开窗等。
第11章协同设计，包括独立式协同设计、实时的协同设计。
    《Cadence系统级封装设计--Allegro SiP\APD设计指南》适合从事系统级封装设计相关工作的人员参
考学习，也可作为高等院校相关专业师生的参考书。
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作者简介

王辉，Caderice SPB平台中国区技术经理，主要负责Cade rice公司的封装、系统级封装、PCB、信号完
整性工具的技术支持。
黄冕，助理研究员，广东企业科技特派员，任职于中国科学院微电子研究所电子系统总体技术研究室
。
工作期间主要从事Svstem-in-Package系统级封装技术、MCM技术等电子系统小型化技术的研究与应用
工作，在国家科技重大专项、国家863计划等多项课题中担任重要研究工作。
李君，西南交通大学电磁场与微波技术研究所博士研究生，中国科学院微电子研究所博士后。
主要研究方向为系统级封装（SiP）中的信号完整性和电源完整性。
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编辑推荐

《Cadence系统级封装设计:Allegro SiP/APD设计指南》基于系统级封装设计的流程，详细地介绍了封装
设计的方法和步骤。
从实际使用的角度，通过一个三维堆叠的封装，一步一步地介绍封装设计的流程。
《Cadence系统级封装设计:Allegro SiP/APD设计指南》可作为工程师的入门教材。
系统级封装设计介绍、系统封装设计基础知识、建立BGA零件库、电源铜带和键合线设置、布线禾口
铺铜协同设计、封装设计前的准备、建立芯片零件封装、导入网表文件、约束管理器、后处理和制造
输出。
权威专著、技术典藏。
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